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Abstract (en)
The method involves fastening a semiconductor body (1) onto a substrate plate (3). The semiconductor body (1) has a cover layer (12,13) on
at least part of its surface. The cover layer (12,13) is applied after the semiconductor body (1) has been fastened to the substrate plate (3). The
substrate plate (3) preferably comprises a material with good thermal and good electric conductivity. The material preferably has the same thermal
coefficient of expansion as the material of the semiconductor body (1). The semiconductor body (1) may be positioned on the plate (3) such that at
least one side of it is flush with a side of the substrate plate. A hard solder may be used to fasten the semiconductor to the plate. The component
may be a laser diode with reflective layers (12,13) on at least two opposing sides.

Abstract (de)
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterlaser-Bauelement s wird ein Halbleiterkörper (1) auf einer Trägerplatte (3)
befestigt. Die Trägerplatte (3) besteht aus einem Material, das denselben thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweist, wie das Material des
Halbleiterkörpers (1). Der Halbleiterkörper (1) wird mittels einer Verbindungsschicht (4) aus einem elektrisch und thermisch leitenden Material auf
der Trägerplatte (3) befestigt. Im Anschluß daran werden auf den Halbleiterkörper (1) Deckschichten, z. B. Spiegelschichten (12, 13) aufgebracht.
Diese Verfahrensabfolge hat den Vorteil, daß eine Verunreinigung der Kontaktflächen des Halbleiterkörpers (1) mit Deckschichtmaterial verhindert
werden kann. <IMAGE>
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